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(54) VERFAHREN UND SYSTEM ZUM VERBINDEN EINER MEHRZAHL VON LEITERPLATTEN MIT WENIGSTENS
EINEM RAHMEN- BZW. TRAGERELEMENT SOWIE LEITERPLATTE UND RAHMEN- BZW. TRAGERELEMENT

(57) Bei einem Verfahren und System zum Verbinden
einer Mehrzahl von Leiterplatten (1) mit wenigstens
einem Rahmen- bzw. Tragerelement (5), sind die
folgenden Elemente vorgesehen:

- eine Mehrzahl von Leiterplatten (1), welche an
wenigstens einem Rand (2, 3) mit  jeweils
wenigstens einem Kopplungselement (4)
ausgebildet sind,

- wenigstens ein Rahmen- bzw. Tragerelement (5)
zur Kopplung mit einer Mehrzahl von Leiterplatten
(1) mit zu dem wenigstens einen Kopplungselement
(4) der Leiterplatten (1) jeweils komplementaren
Kopplungselementen (6)

wobei die Leiterplatten (1) mit dem wenigstens
einen Rahmen- bzw. Tragerelement (5) durch
Zusammenpassen der Kopplungselemente (4, 6)
der Leiterplatten (1) und des Rahmen- bzw.
Tragerelements

(5) koppelbar sind, und

wobei das wenigstens eine Rahmen- bzw.
Tragerelement (5) die Leiterplatten (1) lediglich Uber
einen Teilbereich des Umfangs umgibt bzw.
umschliet.

Wichtiger Hinweis:

Darlber hinaus werden eine Leiterplatte (1) sowie ein
Rahmen- bzw. Tragerelement (5) zur Verwendung in
einem derartigen Verfahren und System zur
Verfligung gestellt.

4 6 5
A\ / \
, 1 ]
A T S S S
I_
1=
) F T T T T T
LA N 1
V7
4 6 5

Die in dieser Gebrauchsmusterschrift enthaltenen Anspriiche wurden vom Anmelder erst nach Zustellung des Recherchenberichtes tiberreicht (§ 19
Abs.4 GMG) und lagen daher dem Recherchenbericht nicht zugrunde. In die dem Recherchenbericht zugrundeliegende Fassung der Anspriiche kann
beim Osterreichischen Patentamt wéhrend der Amtsstunden Einsicht genommen werden.

DVR 0078018



> gsterreichisches AT 12 323 U1 2012-03-15
V patentamt

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Verbinden einer Mehrzahl
von Leiterplatten mit wenigstens einem Rahmen- bzw. Trégerelement sowie auf ein System
zum Verbinden einer Mehrzahl von Leiterplatten mit wenigstens einem Rahmen- bzw. Tréger-
element als auch auf eine Leiterplatte und ein Rahmen- bzw. Tragerelement zur Verwendung in
einem derartigen Verfahren und System.

[0002] Im Zusammenhang mit der Herstellung von Leiterplatten ist es bekannt, eine Mehrzahl
von Leiterplatten bzw. Leiterplattenelementen auf einem gemeinsamen, plattenartigen Element
herzustellen, wobei derartige Leiterplatten Ublicherweise jeweils aus einer Mehrzahl von leiten-
den und isolierenden Schichten und/oder in einer derartigen Leiterplatte integrierten Bauteilen
bestehen. GemaR derart bekannten Herstellungsverfahren erfolgt ein im wesentlichen vollfla-
chiger Aufbau einer Mehrzahl von Leiterplatten auf dem gemeinsamen plattenartigen Element,
worauf nach Fertigstellung der Leiterplatten, diese voneinander getrennt werden. Hiebei weist
jede Leiterplatte an ihrem Umfangsrand und somit auerhalb eines ein tatséchliches Leiterplat-
tenelement bildenden, im wesentlichen zentralen Bereichs, in welchem die Strukturen zum
Aufbau der Leiterplatte und/oder elektronische Bauteile integriert sind, einen entsprechenden
Randbereich auf. Dieser ist vorgesehen, um weitere Bearbeitungsschritte einer derartigen
Leiterplatte, wie beispielsweise im Rahmen einer Bestlickung mit an wenigstens einer Oberfla-
che festzulegenden Komponenten und/oder eines Einbaus in eine elektrische oder elektroni-
sche Vorrichtung durchzufihren, um eine Handhabung und insbesondere ein automatisches
Ergreifen einer derartigen Leiterplatte im Rahmen nachfolgender Be- bzw. Verarbeitungsschritte
zu ermoglichen. GemaR derzeit bekannten Verfahrensfihrungen ist somit davon auszugehen,
daB der fur den Rahmen bzw. Randbereich der Leiterplatte zur VerflUgung zu stellende Um-
fangsbereich ebenfalls aus Ublicherweise kostspieligem Material entsprechend der Ublicherwei-
se mehrlagigen Leiterplatte hergestellt wird. Ein derartiger Rand- bzw. Umfangsbereich, welcher
fir die Funktion der Leiterplatte im Hinblick auf einen Ublicherweise mehrlagigen Aufbau aus
kostspieligen Materialien nicht erforderlich ist, fuhrt jedoch zu erhéhten Kosten einer derartigen
Leiterplatte. DarUber hinaus ist davon auszugehen, daf im Rahmen von bekannten Herstel-
lungsverfahren von Leiterplatten zwischen einzelnen Leiterplattenelementen liegende Bereiche
bzw. Flachen des gemeinsamen plattenartigen Elements als Abfall verworfen werden, so daf
auch in diesem Zusammenhang erhdhte Kosten flr die Herstellung der Leiterplatten bzw. Lei-
terplattenelemente auflaufen.

[0003] DarlUber hinaus ist es im Zusammenhang mit der Herstellung von Leiterplatten bei-
spielsweise bekannt, einzelne schadhafte Leiterplatten auf einem gemeinsamen plattenartigen
Element zu entfernen, falls diese im Verlauf von Tests bzw. Uberprifungen als schadhaft er-
kannt wurden, und anstelle von derartigen entfernten schadhaften Leiterplatten einzelne Leiter-
platten einzusetzen.

[0004] Darlber hinaus sind Verfahren zum gemeinsamen Bearbeiten und Handhaben von
Leiterplatten bekannt, wonach in die Leiterplatten jeweils am gesamten Umfang umgebende
Rahmenelemente Ublicherweise mehrere Leiterplatten bzw. Leiterplattenelemente eingesetzt
und daran beispielsweise durch ein Verkleben festgelegt werden. Hiebei kann beispielsweise
auf die DE-A 196 00 928, die US-PS 4,689,103 oder die US-PS 5,044,615 verwiesen werden.
Nachteilig bei diesen bekannten Verfahren zum Einsetzen von Leiterplatten in ein die Leiterplat-
ten jeweils vollstandig umgebendes Rahmenelement ist insbesondere die Tatsache, dal® die flr
die Anordnung der Leiterplatten in dem Rahmenelement vorzusehenden Aufnahmedffnungen
exakt an die Abmessungen der einzusetzenden Leiterplatten angepal’t werden missen und
dadurch eine ordnungsgeméRe Festlegung beispielsweise mit Hilfe einer Verklebung an den
Umfangsréndern der ublicherweise eine vergleichsweise geringe Dicke aufweisenden Leiter-
platten und Rahmenelemente duf3erst schwierig und aufwendig ist.

[0005] Die vorliegende Erfindung zielt daher darauf ab, ein Verfahren sowie ein System zum
Verbinden einer Mehrzahl von Leiterplatten mit wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerelement
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dahingehend weiterzubilden, dal eine einfache und zuverléssige Verbindung zwischen derarti-
gen Leiterplatten und wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerelement fur nachfolgende Bear-
beitungsschritte zur Verfligung gestellt wird. Durch eine derartige einfache Verbindung sollen
darUber hinaus die Kosten flir die Herstellung der Leiterplatten bei einer weiteren Be- bzw.
Verarbeitung derselben reduziert bzw. optimiert werden, wobei dartber hinaus fur das wenigs-
tens eine Rahmen- bzw. Tragerelement mit einem gegenlber dem fir die insbesondere mehr-
lagige Leiterplatte eingesetzten Material kostenglnstiger und einfacher herstellbaren Material
das Auslangen gefunden werden soll.

[0006] Zur Lésung dieser Aufgaben umfat ein Verfahren zum Verbinden einer Mehrzahl von
Leiterplatten mit wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerelement im wesentlichen die folgen-
den Schritte:

[0007] - Bereitstellen einer Mehrzahl von Leiterplatten, welche an wenigstens einem Rand mit
jeweils wenigstens einem Kopplungselement ausgebildet werden,

[0008] - Bereitstellen wenigstens eines Rahmen- bzw. Trégerelements zur Kopplung mit einer
Mehrzahl von Leiterplatten mit zu dem wenigstens einen Kopplungselement der Lei-
terplatten jeweils komplementaren Kopplungselementen, und

[0009] - Koppeln bzw. Verbinden der Leiterplatten mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw.
Tragerelement durch Zusammenpassen der Kopplungselemente der Leiterplatten und
des Rahmen- bzw. Tragerelements,

[0010] wobei das wenigstens eine Rahmen- bzw. Tragerelement die Leiterplatten lediglich Uber
einen Teilbereich des Umfangs umgibt bzw. umschlief3t.

[0011] Durch das erfindungsgemaRe Verfahren wird es somit méglich, eine Mehrzahl von Lei-
terplatten unter entsprechender Ausnutzung des flr die insbesondere mehrlagige Leiterplatte
eingesetzten und Ublicherweise kostspieligen Materials zur Verfligung zu stellen, wobei auf fur
weitere Bearbeitungsschritte erforderliche Rahmen- bzw. Tragerelemente unter zusatzlichem
Materialaufwand wahrend der Herstellung der einzelnen Leiterplatten verzichtet werden kann.
Fur eine einfache Kopplung bzw. Verbindung mit wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerele-
ment ist an wenigstens einem Rand bzw. einer Seitenkante jeder Leiterplatte jeweils ein einfach
herzustellendes Kopplungselement vorgesehen bzw. ausgebildet. Dartber hinaus wird erfin-
dungsgemal vorgeschlagen, das wenigstens eine Rahmen- bzw. Trégerelement mit zu dem
wenigstens einen Kopplungselement der Leiterplatten jeweils komplementaren Kopplungsele-
menten zu versehen, wobei ein derartiges Rahmen- bzw. Tragerelement insbesondere aus
einem gegenuber dem Material der Leiterplatte kostenglnstigeren und gegebenenfalls einfa-
cheren Material hergestellt werden kann, so dal insgesamt die Materialkosten flr die Herstel-
lung einzelner Leiterplatten verringert werden. Durch Vorsehen von wenigstens einem Kopp-
lungselement an jeweils wenigstens einem Rand der einzelnen Leiterplatten sowie Kopplungs-
elementen an dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement wird ein einfaches Verbin-
den bzw. Koppeln der Leiterplatte mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement
ermoglicht. Dartber hinaus ist erfindungsgeman insbesondere zur weiteren Materialeinsparung
vorgesehen, dal das wenigstens eine Rahmen- bzw. Tragerelement die Leiterplatten lediglich
Uber einen Teilbereich des Umfangs umgibt bzw. umschlieRt. Ein derartiges, lediglich teilweises
UmschlieBen bzw. Umgeben ist fir weitere Be- bzw. Verarbeitungsschritte der Leiterplatte
ausreichend und erméglicht darUber hinaus gegentber dem bekannten Stand der Technik, bei
welchem Ublicherweise ein UmschlieBen der einzelnen Leiterplatten Uber den gesamten Um-
fang durch ein Rahmen- bzw. Tragerelement bei entsprechend erhéhtem Aufwand flr ein Ver-
binden bzw. Koppeln vorgesehen war, dall weitere Vereinfachungen bei einer Herstellung der
Leiterplatten erzielbar sind.

[0012] Eine derartige weitere Be- bzw. Verarbeitung der Leiterplatten kann beispielsweise im
Rahmen einer Bestlickung mit zusétzlichen Bauteilen an wenigstens einer Oberflache der mit
dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement verbundenen Leiterplatten erfolgen. Dar-
Uber hinaus kann durch ein Ergreifen des am Umfang der Leiterplatten angeordneten bzw.
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festgelegten Rahmen- bzw. Tragerelements auch ein Einsetzen der Leiterplatte in eine elektri-
sche oder elektronische Vorrichtung erfolgen. Entsprechend dem Einsatzzweck kann nach
fertiggestellter Bearbeitung der Leiterplatte das Rahmen- bzw. Trégerelement wieder von den
Leiterplatten getrennt werden, um die Leiterplatte beispielsweise in eine elektrische oder elekt-
ronische Vorrichtung einzusetzen. Alternativ kann neben der Méglichkeit, dal das Rahmen-
bzw. Tragerelement wahrend des Einsatzes in einer elektrischen oder elektronischen Vorrich-
tung an der Leiterplatte verbleibt, auch vorgesehen sein, dal eine Trennung von zumindest
Teilbereichen des vorgesehenen Rahmen- bzw. Tragerelements entsprechend dem Einsatz-
zweck und/oder entsprechend dem filr einen Einsatz der Leiterplatte zur Verfligung stehenden
Raum entfernt wird.

[0013] Fir eine ordnungsgemaRe und einfache Verbindung der Leiterplatten mit dem wenigs-
tens einen Rahmen- bzw. Tragerelement wird gemaf einer bevorzugten Ausfihrungsform des
erfindungsgemafRen Verfahrens vorgeschlagen, da? das jeweils wenigstens eine Kopplungs-
element der Leiterplatten und die komplementaren Kopplungselemente des Rahmen- bzw.
Tragerelements formschllssig verbunden werden.

[0014] Zur weiteren Verbesserung bzw. Sicherstellung der Verbindung zwischen der Mehrzahl
von Leiterplatten und dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement wird gemafR einem
weiters bevorzugten Verfahren vorgeschlagen, dal das wenigstens eine Kopplungselement der
Leiterplatten mit den komplementaren Kopplungselementen des Rahmen- bzw. Tragerelements
verklebt wird. Insbesondere abhéngig von den weiteren Be- bzw. Verarbeitungsschritten wer-
den hiebei im Rahmen der Herstellung einer Leiterplatte Ublicherweise eingesetzte bzw. ver-
wendete Kleber vorgesehen, wobei beispielsweise UV-hartende Kleber besonders gunstig und
rasch sowie zuverlassig einsetzbar sind.

[0015] Zur Bereitstellung einer einfach herstellbaren und zuverlassigen Kopplung bzw. Verbin-
dung zwischen der einzelnen Leiterplatte und dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerele-
ment wird dartber hinaus vorgeschlagen, da® das wenigstens eine Kopplungselement der
Leiterplatten von einem profilierten, von einem Rand der Leiterplatte vorragenden Kopplungs-
element gebildet wird, welches in einer komplementdren Ausnehmung bzw. Vertiefung des
Rahmen- bzw. Tragerelements aufgenommen wird, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfih-
rungsform des erfindungsgemaRen Verfahrens entspricht.

[0016] In diesem Zusammenhang wird gemaR einer weiters bevorzugten Ausflhrungsform
vorgeschlagen, da® das wenigstens eine Kopplungselement der Leiterplatte von einem einen
sich verjingenden Querschnitt, insbesondere dreieckigen Querschnitt aufweisenden Kopp-
lungselement gebildet wird. Ein derartiger sich verjingender Querschnitt und insbesondere
dreieckiger Querschnitt fir ein Kopplungselement erlaubt ein einfaches und zuverlassiges
Zusammenpassen bzw. Einpassen des Kopplungselements der Leiterplatte in das komplemen-
tare Kopplungselement in Form einer Ausnehmung bzw. Vertiefung des Rahmen- bzw. Trager-
elements. Durch die sich verjingende Form und insbesondere einen dreieckigen Querschnitt ist
eine einfache, selbsttatige Zentrierung der Leiterplatte relativ zu dem Rahmen- bzw. Tragerele-
ment bzw. zu der Festlegungsposition daran erzielbar.

[0017] FUr eine entsprechend einfache und zuverldssige Handhabung der einzelnen Leiterplat-
ten wéahrend nachfolgender Be- bzw. Verarbeitungsschritte wird dartber hinaus gemaf einer
weiters bevorzugten AusfUhrungsform vorgeschlagen, dal? eine Mehrzahl von Leiterplatten
voneinander beabstandet mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tréagerelement verbunden
wird. Ein derartiger Abstand zwischen den einzelnen an dem wenigstens einen Rahmen- bzw.
Tragerelement festgelegten bzw. angeordneten Leiterplatten kann hiebei insbesondere in An-
passung an weitere Be- bzw. Verarbeitungsschritte erfolgen.

[0018] Um insbesondere einseitige Belastungen der einzelnen Leiterplatten zu vermeiden und
eine gleichméRige Halterung der einzelnen Leiterplatten wéhrend einzelner, nachfolgender
Verfahrensschritte zu erméglichen, wird dartiber hinaus vorgeschlagen, da die Leiterplatten an
zwei gegenuberliegenden Randern mit jeweils wenigstens einem Kopplungselement ausgebil-
det werden, welche mit an den gegenuUberliegenden Randern der Leiterplatten vorgesehenen
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Rahmen- bzw. Tragerelementen zusammenwirken, wie dies einer weiters bevorzugten Ausfih-
rungsform des erfindungsgemaéafen Verfahrens entspricht. Derart kénnen die einzelnen Leiter-
platten an zwei gegenulberliegenden Randern bzw. Seiten jeweils mit einem Rahmen- bzw.
Tragerelement verbunden bzw. gekoppelt werden, so da die nebeneinander und bevorzugt
beabstandet voneinander angeordneten Leiterplatten Uber die vorgesehenen Rahmen- bzw.
Tragerelemente jeweils an beiden Seiten bzw. Enden der Leiterplatten gehalten und beispiels-
weise gehandhabt bzw. ergriffen werden kénnen.

[0019] Fir ein insbesondere automatisiertes Verbinden bzw. Koppeln der Mehrzahl von Leiter-
platten mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tréagerelement wird gemal einer weiters
bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungsgemafen Verfahrens vorgeschlagen, dal} eine
Mehrzahl von voneinander beabstandeten Leiterplatten auf einem Férderelement in eine fur
eine Verbindung mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement vorgesehene gegen-
seitige Positionierung gebracht wird, dal? das wenigstens eine Rahmen- bzw. Tragerelement in
einer auf die Zufuhrrichtung der Leiterplatten im wesentlichen normalen Zufuhrrichtung in Rich-
tung zu den mit den Kopplungselementen versehenen Randern der Leiterplatten bewegt wird
und dafl die Kopplungselemente der Leiterplatten mit den Kopplungselementen des Rahmen-
bzw. Tragerelements gekoppelt bzw. verbunden werden. Es wird somit erfindungsgemar maog-
lich, die Verbindung zwischen den Leiterplatten und dem wenigstens einen Rahmen- bzw.
Tragerelement im wesentlichen vollstdndig zu automatisieren, so dal? wiederum die Kosten fur
die Herstellung einzelner Leiterplatten durch ein vereinfachtes und durch die Automatisierung
auch beschleunigtes Verfahren weiter gesenkt werden kénnen.

[0020] Bei Vorsehen einer Kopplung der einzelnen Leiterplatten an zwei einander gegenuber-
liegenden Randern bzw. Seiten mit jeweils wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerelement,
wie dies oben flr eine bevorzugte Ausfuhrungsform des erfindungsgeméaRen Verfahrens erdr-
tert wurde, wird ebenfalls flr eine Automatisierung der Kopplung bzw. Verbindung erfindungs-
gemaf bevorzugt vorgeschlagen, dal® nach einer Positionierung einer Mehrzahl von Leiterplat-
ten an einer fur eine Kopplung vorgesehenen Position zwei Rahmen- bzw. Trégerelemente in
zueinander entgegengesetzten Richtungen in Richtung zu den mit den Kopplungselementen
versehenen Leiterplatten bewegt und mit diesen verbunden werden.

[0021] Zur weiteren Unterstitzung der korrekten Verbindung bzw. Kopplung zwischen den
Leiterplatten und dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement insbesondere im Rah-
men einer automatisierten Verbindung wird gemaf einer weiters bevorzugten Ausflihrungsform
vorschlagen, daB die Leiterplatten und/oder Rahmen- bzw. Tragerelemente wahrend der Kopp-
lung miteinander durch Halte- bzw. Klemmelemente positioniert und gehalten werden.

[0022] Zur Lésung der eingangs genannten Aufgaben umfallt dartber hinaus ein System zum
Verbinden einer Mehrzahl von Leiterplatten mit wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerelement
im wesentlichen die folgenden Elemente:

[0023] - eine Mehrzahl von Leiterplatten, welche an wenigstens einem Rand mit jeweils we-
nigstens einem Kopplungselement ausgebildet sind,

[0024] - wenigstens ein Rahmen- bzw. Tragerelement zur Kopplung mit einer Mehrzahl von
Leiterplatten mit zu dem wenigstens einen Kopplungselement der Leiterplatten jeweils
komplementéren Kopplungselementen,

[0025] wobei die Leiterplatten mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Trégerelement durch
Zusammenpassen der Kopplungselemente der Leiterplatten und des Rahmen- bzw. Trager-
elements koppelbar sind, und

[0026] wobei das wenigstens eine Rahmen- bzw. Tragerelement die Leiterplatten lediglich Gber
einen Teilbereich des Umfangs umgibt bzw. umschlief3t.

[0027] Wie bereits oben ausgeflhrt, gelingt somit eine insbesondere kostenguinstige Herstel-
lung einer Mehrzahl von Leiterplatten als auch des jeweils wenigstens einen Rahmen- bzw.
Tragerelements, wobei diese in weiterer Folge einfach und zuverldssig verbunden werden
kénnen.
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[0028] Im Hinblick auf die Bereitstellung von einfach herzustellenden und zuverlassigen Kopp-
lungselementen wird erfindungsgemaR bevorzugt vorgeschlagen, dal} das jeweils wenigstens
eine Kopplungselement der Leiterplatten von einem profilierten, von einem Rand der Leiterplat-
te vorragenden Kopplungselement gebildet ist, welches in einer komplementéren Ausnehmung
bzw. Vertiefung des Rahmen- bzw. Tragerelements aufnehmbar ist.

[0029] Darlber hinaus wird fur eine einfache und zuverlassige Handhabung bei einer Kopplung
sowie eine im wesentlichen selbsttatige Zentrierung bei einer Verbindung zwischen jeweils
einer Leiterplatte und dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement darlber hinaus
bevorzugt vorgeschlagen, dal das wenigstens eine Kopplungselement der Leiterplatte von
einem einen sich verjingenden Querschnitt, insbesondere dreieckigen Querschnitt aufweisen-
den Kopplungselement gebildet ist.

[0030] Darlber hinaus wird fur eine einfache und zuverlassige Kopplung sowie eine im wesent-
lichen selbsttétige Zentrierung bei einer Verbindung zwischen jeweils einer Leiterplatte und dem
wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement darlber hinaus vorgeschlagen, daR das we-
nigstens eine Kopplungselement der Leiterplatte von einem einen sich verjiingenden Quer-
schnitt, insbesondere dreieckigen Querschnitt aufweisenden Kopplungselement gebildet ist, wie
dies einer weiters bevorzugten Ausfliihrungsform des erfindungsgeméaRen Systems entspricht.

[0031] FUr eine besonders einfache Herstellung der Kopplungselemente des Rahmen- bzw.
Tragerelements wird gemanR einer weiters bevorzugten Ausfuhrungsform vorgeschlagen, daf
die Kopplungselemente des Rahmen- bzw. Tragerelements von jeweils einem von der Oberfla-
che des Rahmen- bzw. Trégerelements abgesetzten Teilbereich gebildet sind, in welchen je-
weils ein Kopplungselement einer Leiterplatte einpal3bar ist.

[0032] GemaR einer alternativen bevorzugten Ausfihrungsform wird flr eine einfache Herstel-
lung der Kopplungselemente des Rahmen- bzw. Tragerelements erfindungsgeman vorgeschla-
gen, dal die Kopplungselemente des Rahmen- bzw. Tragerelements von an einem Seitenrand,
welcher zu den Leiterplatten gerichtet ist, gebildeten Hohlrdumen bzw. Vertiefungen gebildet
sind.

[0033] Wie bereits oben angefuhrt, kann zur weiteren Verbesserung der Handhabbarkeit und
zur VergleichmaBigung von gegebenenfalls auf die Leiterplatte wahrend der Herstellung einwir-
kenden Kréften darUber hinaus bevorzugt vorgesehen sein, dal die Leiterplatten an zwei gege-
niberliegenden Randern mit jeweils wenigstens einem Kopplungselement ausgebildet sind,
welche mit an den gegentberliegenden Randern der Leiterplatte vorgesehenen Rahmen- bzw.
Tragerelementen zusammenwirken.

[0034] Zur Lésung der eingangs genannten Aufgaben wird dartber hinaus eine Leiterplatte zur
Verwendung in einem Verfahren gemag der Erfindung oder einer bevorzugten Ausfihrungsform
davon als auch einem System gemafR der Erfindung oder einer bevorzugten Ausfihrungsform
desselben zur Verfligung gestellt, welche im wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, da® sie
an wenigstens einem Rand mit wenigstens einem Kopplungselement fir ein Koppeln mit einem
Rahmen- bzw. Tragerelement ausgebildet ist. Es |&Rt sich somit eine einfach herstellbare Lei-
terplatte zur Verflgung stellen, welche einfach mit wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerele-
ment verbunden werden kann.

[0035] Fur eine Kopplung einer erfindungsgemafRen Leiterplatte mit jeweils einem Rahmen-
bzw. Trégerelement an zwei einander gegeniberliegenden Seiten wird gemag einer bevorzug-
ten Ausfihrungsform vorgeschlagen, daB die Leiterplatte an zwei gegentberliegenden Randern
mit jeweils wenigstens einem Kopplungselement ausgebildet ist, welche mit an den gegenuber-
liegenden Randern der Leiterplatten vorgesehenen Rahmen- bzw. Trégerelementen zusam-
menwirken.

[0036] Fur eine besonders einfache und zuverlassige Zentrierung einer Leiterplatte relativ zu
dem wenigstens einen, damit zu koppelnden bzw. zu verbindenden Rahmen- bzw. Tragerele-
ment wird geman einer weiters bevorzugten Ausfliihrungsform vorgeschlagen, dal das wenigs-
tens eine Kopplungselement der Leiterplatte von einem einen sich verjliingenden Querschnitt,
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insbesondere dreieckigen Querschnitt aufweisenden Kopplungselement gebildet ist.

[0037] Zur Lésung der eingangs genannten Aufgaben wird dartber hinaus ein Rahmen- bzw.
Tragerelement zur Verwendung in einem Verfahren gemagR der Erfindung oder einer bevorzug-
ten AusfUhrungsform davon sowie einem System der Erfindung oder einer bevorzugten Ausfiih-
rungsform desselben zur Verfligung gestellt, welches im wesentlichen dadurch gekennzeichnet
ist, dal® das Rahmen- bzw. Tragerelement mit einer Mehrzahl von zu Kopplungselementen von
damit verbindbaren Leiterplatten komplementaren Kopplungselementen versehen ist. Wie
bereits oben ausgefuhrt, 1aRt sich somit in einfacher und zuverlassiger Weise ein Rahmen- bzw.
Tragerelement mit flr eine Kopplung bzw. Verbindung mit der Mehrzahl von Leiterplatten erfor-
derlichen, komplementéren Kopplungselementen zur Verfigung stellen.

[0038] Fur eine zuverldssige Kopplung mit einer Mehrzahl von Leiterplatten wird gemag einer
bevorzugten Ausflihrungsform vorgeschlagen, da die Kopplungselemente des Rahmen- bzw.
Trégerelements von jeweils einem von der Oberflaiche des Rahmen- bzw. Trégerelements
abgesetzten Teilbereich gebildet sind, in welchen jeweils ein Kopplungselement einer Leiterplat-
te einpalRbar ist.

[0039] Alternativ wird flr eine zuverlassige Verbindung mit einer Mehrzahl von Leiterplatten
bevorzugt vorgeschlagen, dal® die Kopplungselemente des Rahmen- bzw. Tragerelements von
an einem Seitenrand, welcher zu den Leiterplatten gerichtet ist, gebildeten Hohlrdumen bzw.
Vertiefungen gebildet sind.

[0040] Derart abgesetzte Teilbereiche bzw. Hohlrdume oder Vertiefungen als Kopplungsele-
mente des Rahmen- bzw. Trégerelements kénnen durch Entfernen von einzelnen Schichten
bzw. Lagen eines mehrlagigen Rahmen- bzw. Tragerelements zur VerflUgung gestellt werden.
Falls zur Entfernung derartiger Teilbereiche entsprechende Materialien bzw. Schichten einge-
setzt werden, welche wahrend der Herstellung des mehrlagigen Rahmen- bzw. Tragerelements
ein Anhaften zwischen einzelnen Teilbereichen verhindern, welche nachfolgend die Hohlrdume
bzw. Vertiefungen ausbilden, kann ein derartiges, ein Anhaften verhinderndes Material in weite-
rer Folge und bei Einsatz entsprechender Verfahrensschritte dafir herangezogen werden, eine
Kopplung mit den Kopplungselementen der einzelnen Leiterplatten zu unterstitzen bzw. zur
Verfligung zu stellen, so dal beispielsweise auf die Verwendung eines zuséatzlichen Klebers
verzichtet werden kann.

[0041] Wie bereits oben angefuhrt, kann ein derartiges Rahmen- bzw. Tragerelement insbe-
sondere aus einem gegenlber dem Material fUr die Leiterplatten kostengulnstigeren Material
hergestellt werden. Hiebei wird gemaR einer weiter bevorzugten Ausfihrungsform des erfin-
dungsgeméaien Rahmen- bzw. Tragerelements vorgeschlagen, dal das Rahmen- bzw. Tréger-
element wiederverwendbar ausgebildet ist. Bei einer derartigen Wiederverwendbarkeit bzw. -
verwertbarkeit von Rahmen- bzw. Tragerelementen kénnen die Kosten fir die Herstellung
derartiger Leiterplatten bzw. Leiterplattenelemente weiter reduziert werden, da die bereits ge-
genuber bekannten Verfahren verringerten Kosten der zur Verfligung zu stellenden Rahmen-
bzw. Tragerelemente durch mehrfachen Einsatz derselben auf eine entsprechend erhdhte
Anzahl von herzustellenden Leiterplatten verteilt werden kénnen.

[0042] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der beiliegenden Zeichnung schematisch
dargestellten AusfUhrungsbeispielen naher erldutert. In dieser zeigen:

[0043] Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine Mehrzahl von Leiterplatten, welche an
einander gegenulberliegenden Randern bzw. Seiten mit jeweils einem gemein-
samen Rahmen- bzw. Tragerelement entsprechend dem Verfahren und System
geman der vorliegenden Erfindung verbindbar sind, in einem Zustand vor einer
Verbindung bzw. Kopplung zwischen den Leiterplatten und den Rahmen- bzw.
Tragerelementen;

[0044] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht entsprechend Pfeil Il der Fig. 1 in vergroRertem
Mafstab, wobei Fig. 1 eine Ansicht entsprechend Pfeil | der Fig. 2 darstellt;
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[0045] Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf ein automatisiertes, erfindungsgeméaRes Ver-
fahren zum Verbinden jeweils einer Mehrzahl von Leiterplatten mit wenigstens
einem Rahmen- bzw. Tragerelement;

[0046] Fig. 4 eine schematische Schnitt- bzw. Seitenansicht der in Fig. 3 dargestellten Ausfih-
rungsform in vergrofRertem MaRstab, wobei Fig. 3 eine Ansicht entsprechend
Pfeil 1l der Fig. 4 darstellt;

[0047] Fig. 5 in einer zu Fig. 1 &hnlichen Darstellung eine schematische Draufsicht auf eine
abgewandelte Ausflihrungsform einer Mehrzahl von Leiterplatten sowie damit zu
verbindenden Rahmen- bzw. Tragerelementen flr einen Einsatz in einem erfin-
dungsgemaéafBen Verfahren sowie System in einem Zustand vor einer Verbindung
der Leiterplatten mit den Rahmen- bzw. Trégerelementen;

[0048] Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie VI-VI der Fig. 5 in vergroRertem MaRstab, wobei
Fig. 5 eine Darstellung entsprechend Pfeil V der Fig. 6 darstellt;

[0049] Fig. 7 in vergréRertem MaRstab ein Detail in einer Draufsicht auf ein Kopplungselement
einer Leiterplatte sowie des damit zu verbindenden Rahmen- bzw. Tragerele-
ments, wobei darlber hinaus ein Aufbringen von Klebstoff angedeutet ist; und

[0050] Fig. 8 eine Schnittansicht entsprechend der Linie VIII-VIII der Fig. 7.

[0051] In Fig. 1 ist schematisch eine Mehrzahl von Leiterplatten 1 gezeigt, welche in an sich
bekannten vorangehenden Verfahrensschritten beispielsweise in Form einer mehrlagigen Lei-
terplatte hergestellt wurden, wobei die Leiterplatten 1 bei der in Fig. 1 dargestellten Ausfih-
rungsform an einander gegenuberliegenden Seitenrdndern bzw. -kanten 2 und 3 jeweils mit
zwei Kopplungselementen 4 ausgebildet sind.

[0052] Bei der Ausbildung gemaR Fig. 1 sind die Kopplungselemente 4 jeweils mit einem sich
verjungenden Querschnitt und insbesondere einem in Draufsicht dreieckigen Querschnitt aus-
gebildet.

[0053] Darlber hinaus ist gemaR Fig. 1 vorgesehen, dal? zu den Réndern 2 bzw. 3 der Leiter-
platten 1 gewandt jeweils ein Rahmen- bzw. Trégerelement 5 vorgesehen ist, welches mit zu
den Kopplungselementen 4 der Leiterplatten 1 korrespondierenden bzw. komplementéren
Kopplungselementen in Form von Hohlrdumen bzw. Vertiefungen 6 ausgebildet ist.

[0054] Fir eine Verbindung bzw. Kopplung der Leiterplatten 1 mit den Rahmen- bzw. Tréger-
elementen 5 werden die Rahmen- bzw. Tragerelemente 5 in Richtung zu den Leiterplatten 1
bewegt, wie dies schematisch in Fig. 2 durch einen Pfeil 7 angedeutet ist, so dal? die Kopp-
lungselemente 4 der Leiterplatten 1 in die Hohlrdume bzw. Vertiefungen als Kopplungselemente
6 der Rahmen- bzw. Tragerelemente 5 eintreten, wodurch eine Verbindung bzw. Kopplung
zwischen den Rahmen- bzw. Tragerelementen 5 sowie den Leiterplatten 1 erzielbar ist.

[0055] Wie aus Fig. 1 und 2 ersichtlich, umgeben hiebei die Rahmen- bzw. Tragerelemente 5
die einzelnen Leiterplatten 1 lediglich Uber einen Teilbereich ihres Umfangs, wobei dartber
hinaus die Leiterplatten 1 voneinander beabstandet an den Rahmen- bzw. Tragerelementen 5
gelagert werden.

[0056] Nach einer derartigen Verbindung zwischen den einzelnen Rahmen- bzw. Tragerele-
menten 5 und der Mehrzahl von Leiterplatten 1 erfolgen weitere Be- bzw. Verarbeitungsschritte
an den einzelnen Leiterplatten 1, beispielsweise in Form einer Bestiickung derselben.

[0057] Durch Ausbilden der Kopplungselemente 5 in Form eines Dreiecks bzw. mit sich verjin-
gendem Querschnitt kann eine einfache und zuverlassige Zentrierung der Leiterplatten 1 relativ
zu den Kopplungselementen 6 der Rahmen- bzw. Trégerelemente 5 erfolgen.

[0058] Durch ein formschlissiges Zusammenpassen der Kopplungselemente 4 und 6 der Lei-
terplatten 1 sowie der Rahmen- bzw. Tragerelemente 5 erfolgt eine zuverlassige Verbindung
zwischen den einzelnen Elementen sowie Festlegung daran.
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[0059] Falls die Hohlrdume bzw. Vertiefungen 6 der Rahmen- bzw. Trégerelemente durch ein
Entfernen von Teilbereichen nach einem Vorsehen bzw. Aufbringen von ein Anhaften verhin-
derndem Material hergestellt werden, kann durch geeignete Be- bzw. Verarbeitungsschritte im
Zusammenhang mit der Kopplung bzw. Verbindung der Leiterplatten 1 sowie den Rahmen-
bzw. Tragerelementen 5 sichergestellt werden, dall eine Verbindung im Bereich der Kopp-
lungselemente 4 und 6 insbesondere ohne Vorsehen eines zuséatzlichen Klebens mdéglich wird.

[0060] In Fig. 3 und 4 ist eine automatisierte Verbindung bzw. Kopplung zwischen wiederum mit
1 bezeichneten Leiterplatten und mit 5 bezeichneten Rahmen- bzw. Tragerelementen schema-
tisch dargestellt.

[0061] Hiebei erfolgt entsprechend dem Pfeil 8 eine Zufuhr einzelner Leiterplattenelemente
bzw. Leiterplatten 1 auf einem schematisch mit 9 angedeuteten Férderelement.

[0062] Bei Erreichen der mittig dargestellten Position der entsprechenden Anzahl von Leiter-
platten 1 erfolgt bei Vorsehen von wiederum zwei Rahmen- bzw. Tragerelementen 5 an gege-
ndberliegenden Randern bzw. Seitenkanten der Leiterplatten 1 und einer Bewegung entspre-
chend den Pfeilen 10 und 11 eine im wesentlichen automatisierte Kopplung zwischen den
Leiterplatten 1 und den damit zu verbindenden Rahmen- bzw. Tragerelementen 5.

[0063] Nach einer Kopplung der Leiterplatten 1 mit den Rahmen- bzw. Tragerelementen 5, wie
dies im unteren Bereich von Fig. 3 dargestellt ist, erfolgt eine Entfernung des Systems, beste-
hend aus einer Mehrzahl von Leiterplatten 1 und wenigstens einem Rahmen- bzw. Tragerele-
ment 5 entsprechend dem Pfeil 12.

[0064] In Fig. 4 ist in vergréBertem MafRstab schematisch ein Tisch bzw. Support 13 dargestellt,
auf welchem Uber das Férderband 9 jeweils die Leiterplatten 1 zugeflhrt werden.

[0065] Fir eine korrekte Positionierung relativ zu den von den Seiten zuzufihrenden Rahmen-
bzw. Tragerelementen 5 sind entsprechend dem Doppelpfeil 14 heb- und senkbare Abstiitz-
elemente 15 im Bereich der Kopplungselemente 4 angedeutet.

[0066] FUr eine korrekte Positionierung kann dartber hinaus ein Klemmen bzw. Festlegen der
einzelnen Leiterplatten 1 bei Erreichen der fir eine Verbindung ordnungsgemafien Position
entsprechend den Pfeilen 16 erfolgen, wobei derartige Positionier- bzw. Klemmeinrichtungen fur
sich gesehen bekannt sind.

[0067] Fur die Zufuhr der Rahmen- bzw. Tragerelemente 5 sind entsprechend dem Doppelpfeil
17 bewegbare Férderelemente 18 angedeutet.

[0068] Wie insbesondere aus den Darstellungen von Fig. 3 und 4 ersichtlich, 1&Rt sich ein Ver-
binden der Leiterplatten 1 und des wenigstens einen Rahmen- bzw. Trégerelements 5 nicht nur
weitestgehend automatisiert, sondern auch in einer horizontalen Anordnung bzw. Positionierung
vornehmen, so dal auch die Verfahrensschritte zum Verbinden bzw. Zusammenbauen der
einzelnen Elemente 1 und 5 vereinfacht und gegebenenfalls beschleunigt werden kénnen.

[0069] Bei der in Fig. 5 und 6 dargestellten abgewandelten Ausfihrungsform ist eine Mehrzahl
von Leiterplatten mit 21 bezeichnet, welche wiederum an einander gegenuberliegenden Ran-
dern bzw. Seitenkanten 22 und 23 mit Kopplungselementen 24 ausgebildet sind. Ahnlich wie
bei der Ausfihrungsform der Fig. 1 und 2 weisen die Kopplungselemente 24 einen sich verjin-
genden und insbesondere dreieckigen Querschnitt auf, welcher in weiterer Folge ein verein-
fachtes Zentrieren und Festlegen an Rahmen- bzw. Tragerelementen 25 ermdglicht, welche mit
zu den Kopplungselementen 24 komplementéren Kopplungselementen in Form von abgesetz-
ten Bereichen bzw. Vertiefungen 26 ausgebildet sind.

[0070] Wahrend bei der Ausfihrungsform gemaR Fig. 1 und 2 die Kopplungselemente 4 der
Leiterplatten 1 in Hohlrdume bzw. Vertiefungen 6 an den Seitenrdndern der Rahmen- bzw.
Tragerelemente 5 eintreten und von diesen im wesentlichen vollstdndig umschlossen werden,
sind bei der in Fig. 5 und 6 dargestellten Ausfihrungsform die Kopplungselemente 24 an einem
oberen Teilbereich der einzelnen Leiterplatten 21 ausgebildet, wie dies aus Fig. 6 deutlich
ersichtlich ist.
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[0071] In einem zusammengebauten Zustand, wie er in Fig. 6 angedeutet ist, sind die Kopp-
lungselemente 26 der Rahmen- bzw. Tragerelemente 25 in Form von abgesetzten Bereichen
bzw. Vertiefungen entsprechend der Dicke der Kopplungselemente 24 vertieft ausgebildet, so
daR in zusammengebautem Zustand eine im wesentlichen plane Oberflache im Bereich der
Verbindung der Kopplungselemente 24 und 26 vorgesehen ist.

[0072] Fir ein zuverlassiges Festlegen der Kopplungselemente 24 der Leiterplatten 21 in den
abgesetzten Vertiefungen 26 an den Rahmen- bzw. Trégerelementen 25 ist dartber hinaus
vorgesehen, wie dies in Fig. 7 und 8 schematisch angedeutet ist, dal® im Bereich der Kopp-
lungsstelle in Form der abgesetzten Vertiefung 26 Uber eine Abgabevorrichtung 27 ein Kleber
28 aufgebracht wird, so daR in weiterer Folge eine zuverlassige Festlegung der Kopplungsele-
mente 24 im Bereich der Kopplungselemente 26 erzielbar ist.

[0073] Ein automatisiertes Zusammenbauen der Leiterplatten 21 mit den Rahmen- bzw. Tra-
gerelementen 25 kann ebenso wie bei der in Fig. 3 und 4 dargestellten Ausfihrungsform vorge-
nommen werden, wobei zuséatzlich Abgabevorrichtungen fur Klebstoff vorzusehen sind.

[0074] Anstelle eines Vorsehens von jeweils zwei Rahmen- bzw. Tragerelementen 5 bzw. 25 an
einander gegeniberliegenden Randern bzw. Seitenkanten 2 und 3 bzw. 22 und 23 der Leiter-
platten 1 und 21 kann mit lediglich einem Rahmen- bzw. Tragerelement 5 an einem Seitenrand
2 oder 3 bzw. 22 oder 23 fir eine Verbindung mit der Mehrzahl von Leiterplatten 1 bzw. 21 das
Auslangen gefunden werden.

[0075] DarUber hinaus kann insbesondere bei Vorsehen von Rahmen- bzw. Trégerelementen 5
bzw. 25 an gegenlberliegenden Seitenrdndern bzw. -kanten der Leiterplatten 1 bzw. 21 zumin-
dest an einem Seitenrand mit einem einzigen Kopplungselement 4 bzw. 24 und entsprechend
einem einzigen Kopplungselement 6 bzw. 26 an den Rahmen- bzw. Tragerelementen 5 bzw. 25
das Auslangen gefunden werden.

[0076] DarUber hinaus kann anstelle eines Verbindens von vier Leiterplatten 1 bzw. 21 mit
jeweils wenigstens einem gemeinsamen Rahmen- bzw. Tragerelement 5 bzw. 25 auch eine
davon unterschiedliche Anzahl von Leiterplatten 1 entsprechend insbesondere den Verfahrens-
schritten in nachfolgenden Be- bzw. Verarbeitungsvorgéngen gewahlt werden.

[0077] Weiters ist denkbar, dal die Kopplungselemente, welche an den Rahmen- bzw. Trager-
elementen 5 bzw. 25 vorgesehen sind, von von Seitenréndern bzw. -kanten derselben vorra-
genden Kopplungselementen gebildet sind, welche in entsprechende komplementéare Vertie-
fungen bzw. Ausnehmungen an Seitenrédndern bzw. -kanten der Leiterplatten 1 bzw. 21 eingrei-
fen und in bzw. an diesen festgelegt werden.
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Anspriiche

1. Verfahren zum Verbinden einer Mehrzahl von Leiterplatten mit wenigstens einem Rahmen-
bzw. Tragerelement, umfassend die folgenden Schritte:

- Bereitstellen einer Mehrzahl von Leiterplatten (1, 21), welche an wenigstens einem Rand
(2, 3, 22, 23) mit jeweils wenigstens einem Kopplungselement (4, 24) ausgebildet wer-
den,

- Bereitstellen wenigstens eines Rahmen- bzw. Tragerelements (5) zur Kopplung mit einer
Mehrzahl von Leiterplatten (1, 21) mit zu dem wenigstens einen Kopplungselement (4,
24) der Leiterplatten (1, 21) jeweils komplementéren Kopplungselementen (6, 26), und

- Koppeln bzw. Verbinden der Leiterplatten (1, 21) mit dem wenigstens einen Rahmen-
bzw. Tragerelement (5) durch Zusammenpassen der Kopplungselemente (4, 24, 6, 26)
der Leiterplatten (1, 21) und des Rahmen- bzw. Tragerelements (5, 25),

dadurch gekennzeichnet, dal? das wenigstens eine Rahmen- bzw. Tragerelement (5, 25)

die Leiterplatten (1, 21) lediglich Uber einen Teilbereich des Umfangs umgibt bzw. um-

schlief3t.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da das jeweils wenigstens eine
Kopplungselement (4, 24) der Leiterplatten (1, 21) und die komplementéaren Kopplungs-
elemente (6, 26) des Rahmen- bzw. Tragerelements (5) formschlissig verbunden werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal? das wenigstens eine
Kopplungselement (24) der Leiterplatten (21) mit den komplementéren Kopplungselemen-
ten (26) des Rahmen- bzw. Tragerelements (25) verklebt wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, da? das wenigs-
tens eine Kopplungselement (4, 24) der Leiterplatten (1, 21) von einem profilierten, von ei-
nem Rand (2, 3, 22, 23) der Leiterplatte vorragenden Kopplungselement (4, 24) gebildet
wird, welches in einer komplementéren Ausnehmung bzw. Vertiefung (6, 26) des Rahmen-
bzw. Tragerelements (5, 25) aufgenommen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dal das wenigstens eine Kopp-
lungselement (4, 24) der Leiterplatte (1, 21) von einem einen sich verjingenden Quer-
schnitt, insbesondere dreieckigen Querschnitt aufweisenden Kopplungselement (4, 24) ge-
bildet wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dal? eine Mehr-
zahl von Leiterplatten (1, 21) voneinander beabstandet mit dem wenigstens einen Rah-
men- bzw. Tragerelement (5, 25) verbunden wird.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dal} die Leiter-
platten (1, 21) an zwei gegenuberliegenden Randern (2, 3, 22, 23) mit jeweils wenigstens
einem Kopplungselement (4, 24) ausgebildet werden, welche mit an den gegenlberliegen-
den Réandern (2, 3, 22, 23) der Leiterplatten (1, 21) vorgesehenen Rahmen- bzw. Trager-
elementen (5, 25) zusammenwirken.

8. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, da eine Mehr-
zahl von voneinander beabstandeten Leiterplatten (1) auf einem Férderelement (9) in eine
fur eine Verbindung mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tragerelement (5) vorgese-
hene gegenseitige Positionierung gebracht wird, dal das wenigstens eine Rahmen- bzw.
Tragerelement (5) in einer auf die Zufuhrrichtung (8) der Leiterplatten (1) im wesentlichen
normalen Zufuhrrichtung (10, 11) in Richtung zu den mit den Kopplungselementen (4) ver-
sehenen Randern (2, 3) der Leiterplatten (1) bewegt wird und da® die Kopplungselemente
(4) der Leiterplatten (1) mit den Kopplungselementen (6) des Rahmen- bzw. Tragerele-
ments (5) gekoppelt bzw. verbunden werden.
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Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dal® nach einer Positionierung
einer Mehrzahl von Leiterplatten (1) an einer flr eine Kopplung vorgesehenen Position
zwei Rahmen- bzw. Tragerelemente (5) in zueinander entgegengesetzten Richtungen (10,
11) in Richtung zu den mit den Kopplungselementen (4) versehenen Leiterplatten (1) be-
wegt und mit diesen verbunden werden.

Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dal die Leiterplatten (1)
und/oder Rahmen- bzw. Tragerelemente (5) wahrend der Kopplung miteinander durch Hal-
te- bzw. Klemmelemente (16) positioniert und gehalten werden.

System zum Verbinden einer Mehrzahl von Leiterplatten mit wenigstens einem Rahmen-

bzw. Tragerelement, umfassend die folgenden Elemente:

- eine Mehrzahl von Leiterplatten (1, 21), welche an wenigstens einem Rand (2, 3, 22, 23)
mit jeweils wenigstens einem Kopplungselement (4, 24) ausgebildet sind, und

- wenigstens ein Rahmen- bzw. Tragerelement (5, 25) zur Kopplung mit einer Mehrzahl
von Leiterplatten (1) mit zu dem wenigstens einen Kopplungselement (4, 24) der Leiter-
platten (1, 21) jeweils komplementaren Kopplungselementen (6, 26),

wobei die Leiterplatten (1, 21) mit dem wenigstens einen Rahmen- bzw. Tréagerelement (5,

25) durch Zusammenpassen der Kopplungselemente (4, 24, 6, 26) der Leiterplatten (1, 21)

und des Rahmen- bzw. Tragerelements (5, 25) koppelbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dal? das wenigstens eine Rahmen- bzw. Tragerelement (5, 25)

die Leiterplatten (1, 21) lediglich tUber einen Teilbereich des Umfangs umgibt bzw. um-

schlief3t.

System nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daf} das jeweils wenigstens eine
Kopplungselement (4, 24) der Leiterplatten (1, 21) von einem profilierten, von einem Rand
(2, 3, 22, 23) der Leiterplatte (1, 21) vorragenden Kopplungselement (4, 24) gebildet ist,
welches in einer komplementaren Ausnehmung bzw. Vertiefung (6, 26) des Rahmen- bzw.
Tragerelements (5, 25) aufnehmbar ist.

System nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dal das wenigstens eine
Kopplungselement (4, 24) der Leiterplatte (1, 21) von einem einen sich verjingenden
Querschnitt, insbesondere dreieckigen Querschnitt aufweisenden Kopplungselement (4,
24) gebildet ist.

System nach einem der Anspriche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dal die Kopp-
lungselemente (26) des Rahmen- bzw. Tragerelements (25) von jeweils einem von der
Oberflache des Rahmen- bzw. Tragerelements (25) abgesetzten Teilbereich (26) gebildet
sind, in welchen jeweils ein Kopplungselement (24) einer Leiterplatte (21) einpalibar ist.

System nach einem der Anspriche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dal die Kopp-
lungselemente (6) des Rahmen- bzw. Tragerelements (5) von an einem Seitenrand, wel-
cher zu den Leiterplatten (1) gerichtet ist, gebildeten Hohlrdumen bzw. Vertiefungen (6)
gebildet sind.

System nach einem der Anspriiche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dal} die Leiter-
platten (1, 21) an zwei gegenUberliegenden Réndern (2, 3, 22, 23) mit jeweils wenigstens
einem Kopplungselement (4, 24) ausgebildet sind, welche mit an den gegenuberliegenden
Randern der Leiterplatten (1, 21) vorgesehenen Rahmen- bzw. Tragerelementen (5, 25)
zusammenwirken.

Leiterplatte zur Verwendung in einem Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 10 sowie
einem System nach einem der Anspriiche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daf sie an
wenigstens einem Rand (2, 3, 22, 23) mit wenigstens einem Kopplungselement (4, 24) flr
ein Koppeln mit einem Rahmen- bzw. Tragerelement (5, 25) ausgebildet ist.
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18. Leiterplatte nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dafl} die Leiterplatte (1, 21) an
zwei gegenuberliegenden Réndern (2, 3, 22, 23) mit jeweils wenigstens einem Kopplungs-
element (4, 24) ausgebildet ist, welche mit an den gegeniberliegenden Randern (2, 3, 22,
23) der Leiterplatte (1, 21) vorgesehenen Rahmen- bzw. Trégerelementen (5, 25) zusam-
menwirken.

19. Leiterplatte nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dal das wenigstens
eine Kopplungselement (4, 24) der Leiterplatte (1, 21) von einem einen sich verjingenden
Querschnitt, insbesondere dreieckigen Querschnitt aufweisenden Kopplungselement (4,
24) gebildet ist.

20. Rahmen- bzw. Tragerelement zur Verwendung in einem Verfahren nach einem der An-
spriiche 1 bis 10 sowie einem System nach einem der Anspriiche 11 bis 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dal? das Rahmen- bzw. Trégerelement (5, 25) mit einer Mehrzahl von zu
Kopplungselementen (4, 24) von damit verbindbaren Leiterplatten (1, 21) komplementéren
Kopplungselementen (6, 26) versehen ist.

21. Rahmen- bzw. Tragerelement nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Kopplungselemente (26) des Rahmen- bzw. Trégerelements (25) von jeweils einem von
der Oberflache des Rahmen- bzw. Tragerelements (5) abgesetzten Teilbereich (26) gebil-
det sind, in welchen jeweils ein Kopplungselement (24) einer Leiterplatte (1) einpalbar ist.

22. Rahmen- bzw. Tragerelement nach Anspruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dal
die Kopplungselemente (6) des Rahmen- bzw. Trégerelements (5) von an einem Seiten-
rand, welcher zu den Leiterplatten (1) gerichtet ist, gebildeten Hohlrdumen bzw. Vertiefun-
gen (6) gebildet sind.

23. Rahmen- bzw. Tragerelement nach Anspruch 20, 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet,
dal® das Rahmen- bzw. Tragerelement (5, 25) wiederverwendbar ausgebildet ist.

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
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